
RTDR-Vertex 机械相关内容



1.5.1.1 General support structure
介绍VTX整体支撑结构组成：
 外层基于ladder的barrel
 内部4层弯曲芯片组成的圆柱



1.5.1.2 Ladder and support 

介绍double-sided ladder组成元素：
支撑结构、芯片、打线、flex

ladder支撑结构：

材料、结构形式、厚度与物质量、
模拟分析



1.5.1.3 Ladder based barrel and fixation on 
beam pipe
介绍Barrel 结构：

2个half barrel圆周对接、安装固定在（中间件）风道放大腔上

Half barrel结构：端环+ladder



1.5.1.3 Ladder based barrel and fixation on 
beam pipe
介绍 MOST2  VTX prototype支撑结构和经验，可用于TDR barrel



1.5.1.4 Bent MAPS cylinders and fixation on 
beam pipe
4层弯曲芯片结构：

每层2部分对接，安装固定在束流管外延管上

每个部分组成：弯曲芯片、局部支撑、 flex、外延之撑



1.5.2 Cooling 
VTX 芯片学发热 40 mW/cm²；工作温度： 30 摄氏度以内

风冷模拟：
Barrel 在2.5m/s 预期能够冷却
弯曲芯片（最内层）：同时考虑梯度（10、5°），
在3-5 m/s 预期满足需求

振动方面：
通过实验件测试振幅，同时介绍Prototype对ladder
风冷振动测试结果、经验



1.5.3 Services
两个主要需求：通风、走线
之前flex转光纤后引出，现调整初步确定暂按flex引出

当前VTX机械各部分都能自洽，和束流管的对接无干涉
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